GFAB - Diodes Semiconductor UK Ltd.: Tool-Einbringung im Reinraum

Waferfertigung in Schottland

Logistische Flexibilitdt bei schottischem Wetter: Rau kann es im ho-
hen Norden der Britischen Inseln werden. So war das SCHOLPP-Team
Dresden auf einiges gefasst, als es nach Greenock bei Glasgow gerufen
wurde. Fiir die GFAB - Diodes Semiconductor sollten 14 Module in den

Reinraum der Halbleiterproduktion eingebracht werden. Hier warteten

einige organisatorische Herausforderungen.

Bei den Tools handelte es sich um
schwergewichtige Module fiur Vertikal-
ofen. Eine Anlage von ASM, eine A400™-
DUO-Reaktoreinheit, befand sich eben-
falls auf der Maschinenliste.

Fir diesen Auftrag hatten wir nur funf
Tage Zeit. Das Montageteam reiste

——

plnktlich in Schottland an. Sofort war
eine erste Besprechung mit dem Kunden
anberaumt. Der folgende Tag begann mit
einer Sicherheitsschulung fir die Rein-
raumumgebung. Noch am selben Tag traf
unser Equipment ein. Mit dem Entpacken
der Hebetechnik und der Vormontage
wurde die Baustelle schnell vorbereitet.

Logistikverzégerung erfordert

flexible Organisation

Jetzt fehlten nur noch die Anlagentei-
le. Doch die Anlieferung aus den Nie-
derlanden lie8 auf sich warten, erst am
nachsten Tag kamen die Teile an. Einige
Stunden fehlten dem Team - also Son-
derschicht bis spat in den Abend. Inzwi-
schen kamen Sturm und Regen auf. Die
Monteure lielen sich einiges einfallen,
um die empfindlichen Komponenten zi-
gig ins Gebaude zu bringen.

Beim Entpacken stellten wir an einem
Schwerteil ein schadhaftes Gewinde
fest, an dem Anschlagmittel befestigt
werden sollten. Trotz Dunkelheit und Un-
wetter wurde das Gewinde préazise nach-
geschnitten. Jetzt konnte das Tool sicher
mit Portal und Stapler im Aufienbereich
bewegt werden, den Move-in realisierte
man mit einer eigens fur dieses Projekt
konzipierten Triangel-Konstruktion auf
Rotationsfahrwerken, die einen Katzfahr-
gang zulassen.

So wurden alle Teile sicher durch die
Schleusen vom Aulenbereich in den
Grauraum, dann unter Einhaltung des
Reinraum-Protokolls ,on final place” ma-
novriert. Nahtlos wurde nach plinktlicher
Fertigstellung das Montageequipment
auf der Baustelle demontiert und zum
Abtransport verpackt - Good Job!

Kunde:
GFAB - Diodes Semiconductor UK Ltd.

Aufgabe:

Einbringung von 14 Tools und 2 Tilted
Move-ins in den Reinraum Klasse 1
einer Waferfertigung

Einsatzort:
Greenock/Schottland

Spezialequipment:
Triangel-Konstruktion fiir Maschinen-
aufnahme zum Kippen und Aufrichten
der Tools bei engen Platzverhéltnissen

Information:
semiconductor@scholpp.de
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